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Abstract of EP0706152 

The chip card has an outer foil (1) acting as a circuit 
board substrate with structured conductor paths 
cooperating with the chip (6), which is mounted on the 
outer foil via a flip-chip technique using a conductive 
adhesive. The chip is enclosed by a core foil (2) with a 
corresponding locating aperture (9) and covered by a 
cover foil (3). All of the foils are made of a 
thermoplastics material, for bonding together upon 
application of pressure and heat, with the conductive 
adhesive hardened during the lamination process. 
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(54) Chip-Karte und Verfahren zu deren Herstellung 



(57) Die Chip-Karte, hier mit Kontakten, umfasst 
eine aussere Folie (1), die als Substrat resp. Leiterplatte 
durch Metallisieren und Strukturieren ausgebildet ist. 
Der Chip (6) ist auf dieser, die Leiterplatte bildenden 
Basis-Folie (1) inflip-chip-Technikresp. ohne wire-bond- 
Verbindung mittels einem, beim Laminieren ausharten- 
den LeitWeber (7,7*) morrtiert. Ferner ist der Chip (6) von 
einer Kern-Folie (2) umgeben und von der anderen £us- 
seren Folie (3) uberdeckt. Herbei weist die Kern-Folie (2) 
eine den Chip (6) zentrierende Aussparung (9) auf und 
ist mittels Referenzstifte auf der Basis-Folie positioniert. 
Weiter weist die Basis-Folie auf der Aussenseite Leiter- 
bahnen (4) auf, die mit den Anschlussen (5) fur den Chip 
auf der Innenseite des Substrates durch mit Leiterkleber 



(7') gefullte Durchkontaktierungsbohrungen (8) verbun- 

den sind. 

Durch diese Massnahmen kann zundchst auf die 
bisherige Komponente eines Moduls vollstandig verzich- 
tet werden, womit auch das bisher kostspielige und ern- 
ergieintensive Aulbringen und Ausharten der 
Vergussmasse zum Schutze der Chip-Anschlusse WSIIig 
entfallt. Zudem entfailt hier die Gefahr von Verwerfen und 
Delaminieren, wie das sonst beim Kleben von bisher 
unvertraglichen Materialien der Substrate und der Kar- 
ten unvermeidlich ist. Die Herstellung der erfindungsge- 
massen Chip-Karte ist somit ausserst kostengOnstig 
unter Gewahrung einer hohen technischen Qualitat 



Fig- 3 



X 



9 U 



XL 



72^, 



-7 



7' 



CM 
< 

CM 
IO 

CO 

o 

r*» 

o 

Q. 
HI 



PrintecJby Rank Xerox (UK) Business Services 
2.10.4/3.4 



1 



EP 0 706 152 A2 



2 



Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung betrifft eine laminierte 
kontaktbehaftete Oder kontaktlose Chip-Karte Oder 
Smart-Card aus mindestens zwei, den Chip umgeben- 
den Folien aus Kunststoffmaterial. 

Bel den bisher bekannten Chip-Karten mit Kontak- 
ten ist der elektronischelektrische Teil in einem soge- 
nannten Modul zusammengefasst. Ein solcher Modul 
bestehtaus einer kleinen (ca. 11 .5 mm x 12 mm) dunnen 
(ca. 0.1 mm) Leiterplatte (dem sogenannten Substrat), 
die auf der einen Seitedie vernickelten und vergoldeten 
Kontakte tragt und auf der anderen Seite Anschlussf la- 
chen zum Kontaktieren eines Siliziumchips aufweist. 
Dieser Chip wird durch dunne Gold- Oder Aluminium- 
drahte auf die Leiterplatte kontaktiert. Dieses Verfahren 
nennt sich Golddraht-Wire-Bonden Oder Aluminium- 
draht-Wedge-Bonden. Der Chip und die feinen 
Anschlussdrahte werden durch eine Kunststoffabdek- 
kung (auf Epoxidharzbasis) geschutzt (sogenanntes 
Glob Top). Die Abdeckmasse wird durch einen Dis- 
penser aufgebracht, wobei eine genaue Dosierung not- 
wendig ist, damit die Abdeckung eine definierte Form 
erhait, wonach bei Temperaturen um 1 30 °C wahrend 1 
bis 2 Stunden ausgehartet wird. 

Als Alternative zu Leiterplattensubstraten ist eine 
Technologie mit gestanzten Metallkontakten, soge- 
nannte Lead Frames, bekannt geworden. Der Chip wird 
darauf befestigt und mit wire-bonden kontaktiert, dann 
die Kontakte gebogen und mit Kunststoff umspritzt. 

Die meisten Chipkartenhersteller kaufen die Module 
zu. Die Module werden dann in der Regel in einen kar- 
tenartigen Trager (meist PVC) in eine eingefraste Vertie- 
fung eingeWebt. Andere verwenden zwei Piastikfolien, 
wobei eine Folie ein gestanztes Fenster enthait, in dem 
das Modul Raumfindet, worauf diebeiden Folien zusam- 
menlaminiert werden. 

Eine weitere Moglichkeit besteht in der Umspritzung 
des Moduls in einem Werkzeug mit einer Kunststoff- 
masse (z.B. ABS). 

In jedem Fall muss die Haftung des Modul-Substra- 
tes mit dem Plastikmaterial sichergestellt werden. Hier 
treten aber neben der aufwendigen Herstellung sehr oft 
zusatzliche Probleme auf. Daran konnten auch Versuche 
mit speziell behandelten (aufgerauhten) giasfaserver- 
starktenkupferkaschierten Glasgewebenfurdie Herstel- 
lung der Substrate nichts andern. 

Vergleichsweiseden vorgenannten Chip-Karten mit 
Kontakten kommunizieren die sogenannten kontaktlo- 
sen Chip-Karten uber eine induktive Ankopplung oder 
Qber Radiowellen. Dazu wird meist eine Spule aus Kup- 
ferdraht Oder geatzten Kupferbahnen auf einer Leiter- 
platte eingesetzt. Eine haufige Konstruktionsart setzt 
sich aus einer kleinen Leiterplatte Oder Substrat mit auf- 
gebondetem Chip und einer Spule, die entweder gewik- 
kelt ist Oder auf einer flexiblen Leiterplatte geatzt ist, 
zusammen. Dieser elektronische Teil der Karte wird hier 
oft als Inlet statt als Modul bezeichnet. Aber auch hier 
wird das Inlet anschliessend in verschiedene Lagen von 



Kunststoff- Folien eingebracht und diese laminiert oder 
das Inlet wird durch Spritzen mit Kunststoff ummantelt. 
Es werden auch Halbschalen aus Kunststoff vorgefertigt, 
das Inlet hineingeWebt und die zwei Halbschalen mitein- 

5 ander verschweisst. 

Es ist hierbei mdglich, das kontaktbehaftete und das 
kontaktlose Prinzip in einer Karte zu kombinieren. 

Alle diese bekannten Chip-Karten und deren Her- 
stellungsverfahren verlangen zunachst ein aufwendiges 

10 Klebeverfahren mit Cyan-AcrylatWebern oder im Hot- 
melt-Verfahren zwischen Epoxidharz- oder Polimid- oder 
Polyester- Basismaterial der Leiterplattensubstrate und 
dem Kunststoff der Chip-Karte, wobei die unterschiedli- 
chen Temperaturausdehnungskoeffizienten zwischen 

15 Substrat und Chipkartenmaterial Verwdben und/oder 
Durchbiegen und/oder Delaminieren bewirken kOnnen. 
Zudem ist eine aufwendige und energieintensive Ver- 
kapselung des Chips auf dem Substrat zum Schutz der 
feinen wire-bond-Drahte uneriasslich. Weiter ist hier von 

20 erheblichem Nachteil, dass, um solche Cip-Karten nach 
den heutigen Anforderungen ausreichend "dunn" gestal- 
ten zu kBnnen, eine sehr kostenintensive Lappung des 
zu den Chips zu verarbeitenden Siliziumwafer, vor dem 
Sagen in die einzelnen Chips, notwendig ist. 

25 Diese bekannten Herstellungsmassnahmen erfor- 
dern somit einen hohen Werkzeug- und Einrichtungsauf- 
wand, der sehr hohe Kosten fur solche Chip-Karten 
bewirkt. 

Es ist somit Aufgabe der vorliegenden Erfindung, 
30 eine Chip-Karte der vorgenannten Art zu schaffen, die 
bedeutend einfacher herzustellen ist, ausreichend dOnn 
(im 0,7mm bis 0,8 mm-Bereich) gestaftet werden kann 
und sich durch wesentlich geringere Kosten auszeich- 
net. 

35 Die wird nun erfindungsgemass dadurch erreicht, 
dass alle Folien aus thermoplastischem Kunststoffmate- 
rial bestehen und unter Druck und Hitze zusammenge- 
fugt sind, wobei der Chip auf einer der Folien fest 
angeordnet und von einer weiteren, entsprechend 

40 gelochten Kern-Folie umgeben ist. 

Hierbei kann eine der Folien als Substrat resp. Lei- 
terplatte durch Metallisieren und Strukturieren oder Auf- 
drucken ausgebildet und der Chip auf dieser in flip-chip- 
Technik resp. ohne wire-bond- Verbindung mittels einem, 

45 beim Laminieren aushartenden LeitWeber montiert sein, 
wobei die Leiterplatte ein vorgefertigtes Inlet bikten 
kann. 

Durch diese Massnahmen kann zunachst auf die 
bisherige Komponente eines Moduls vollstandig verzich- 

50 tet werden, womit auch das bisher kostspielige und ern- 
ergieintensive Aufbringen und Ausharten der 
Vergussmasse zum Schutze der Chip-AnschlOsse vOllig 
entfailt. Zudem entfailt hier die Gefahr von Verwerfen und 
Delaminieren, wie das sonst beim Kleben von bisher 

55 unvertraglichen Materialien der Substrate und der Kar- 
ten unvermeidlich ist. Die Herstellung der erfindungsge- 
massen Chip-Karte ist somit ausserst kostengunstig 
unter Gewahrung einer hohen technischen Qualitat, 
wobei die Karte genugend diinn gestaltet werden kann. 
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Bei einer Chip-Karte mit Kontakten kann dann eine 
weitere Ausgestaltung so sein, dass eine Basis-Folie auf 
der Aussenseite Leiterbahnen aufweist, die mit den 
AnschlQssen fQr den Chip auf der Innenseite des Sub- 
strates durch mit Leiterkleber gefullte Durchkontaktie- 
rungsbohrungen verbunden sind, vergleichsweise einer 
kontaktlosen Chip-Karte, wo auf der Innenseite des Sub- 
strates Oder Inlets zusatzliche, Spulenmittel bildende 
Leiterbahnen angeordnet sind. Ferner lassen sich die 
vorgenannten Merkmale des kontaktbehafteten und des 
kontaktlosen Prinzips in einer einzigen Chip-Karte kom- 
binieren. Weiter ergibt sich die M&glichkeit, dass eine 
oder mehrere Folien und/oder das Inlet auf seiner freien 
Seite ein Druckbild aufweisen. 

Ferner betrifft die vorliegende Erfindung ein Verfah- 
ren zur Herstellung der erfindungsgemassen Chip- 
Karte ( das sich erfindungsgemass dadurch auszeichnet, 
dass eine thermoplastische Folie durch Metallisieren 
und Struktuieren oder Bedrucken von Leiterbahnen 
sowie Bedrucken der Anschlussstellen fur den Chip mit 
LeitWeber (flip-chip-Technik), gegebenenfalls Aufbrin- 
gen eines Druckbildes auf der freien Seite der Folie, 
sowie Aufbringen des Chip vorgefertigt wird, dann die 
welteren Folien aufgebracht werden und dann das 
Ganze in einer Laminierpresse unter vorgegebener 
Temperatur und vorgegebenem Druck laminiert wird. 

Weitere vorteilhafte Verfahrensschritte ergeben sich 
aus den Merkmalen der Anspruche 9 und 10. 

Beispielsweise Ausfuhrungsformen des Erfindungs- 
gegenstandes sind nachfolgend anhand der Zeichnung 
naher eriautert. Es zeigen: 

Fig. 1 und 2 in Draufsicht und Seitenansicht eine 
Chip-Karte mit Kontakten in wenigstens 
angenahert naturlicher Grctese; 

Fig. 3 einen Querschnitt durch die Chip-Karte 

gemass Fig. 1 im Bereich des Chips, in 
grOsserem Massstab; 

Fig. 4 die Basis-Folie einer kontaktlosen Chip- 

Karte; 

Fig. 5 einen Querschnitt durch die Chip-Karte 

gemass Fig. 4 im Bereich des Chips, in 
grOsserem Massstab; 

Fig. 6 in Draufsicht eine kombinierte Chip- 

Karte des Prinzipes mit Kontakten und 
kontaktlos und 

Fig. 7 in Explosivdarstellung eine kontaktlose 

Chip-Karte mit Inlet, in grtisserem 
Massstab. 

Die erfindungsgemasse Chip-Karte, hier mit Kon- 
takten, gemassden Fig. 1,2 und 3, besteht vorzugsweise 
ausdrei laminierten Lagen von Kunststoff-Folien 1 ,2 und 
3 vorzugsweise gleichen Materials, wie PVC (Polyvinyl- 



chlorid), PET (Polycarbonat), ABS (Acryfnitrit-Butadien- 
Styrol), PC (Polycarbonat) u. a., sowie Mischformen und 
modifizierte Grundmaterialien, wie PC/ABS, PETG, 
APET, PMMA u. dgl. Die hier unterste Folie 1 bildet die 

5 Basis-Folie und ist erfindungsgemass als Substrat resp. 
Leiterpiatte durch Metallisieren und Strukturieren von 
Leiterbahnen 4,5 ausgebildet. Auf dieser Leiterpiatte 1 
ist dann der Chip 6 in der sogenannten flip-chip-Technik 
resp. ohne wire-bond-Verbindung mittels einem, beim 

10 Laminieren aushartenden LeitWeber 7 morttiert, wie Fig. 

3 naher veranschaulicht. Fur diese flip-chip-Technik wei- 
sen die Anschlussf lachen des Chips sogenannte Bumps 
in Form einer galvanisch oder chemisch aufgebrachten 
UberhOhung aus Gold, Kupfer oder Nickel auf den 

15 Anschlussfiachen oder einer Golddrahtauflage o. dgl. 
auf, urn eine punktierte VerWebung mit LeitWeber zu 
ermdglichen. Wie weiter ersichtlich, tragt die Leiterpiatte 
resp. Basis-Folie 1 dievernlckeltenund vergoldeten Kon- 
takte 4 auf der Aussenseite. Auf der Innenseite sind die 

20 Anschlusse 5 fur den Chip 6 aufgebracht. Die 
Anschlusse 5 fur den Chip 6 sind mit den Kontaktf lachen 

4 durch kleine Durchkontaktierungsl6cher8, die mitdem 
LeitWeber 7 gefullt sind, verbunden. Der Chip 6 sitzt in 
einer zentrierenden Ausnehmung 9 der sogenannten 

25 Kern-Folie 2, welche nach aussen durch die Deckfolie 3, 
welche bedruckt sein oder eine weitere Bild-Folie o. dgl. 
tragen kann, abgeschlossen ist. Die Kern-Folie 2 kann 
mittels Referenzstifte auf der Basis-Folie 1 positioniert 
sein (nicht gezeigt). 

30 Ein solche vorbeschriebene Chip-Karte ist frei von 
Verwerfungen und Delaminierungen und ist ausserst 
einfach und kostengunstig herzustellen, indem zunachst 
die Basis-Folie durch Metallisieren und Struktuieren der 
Leiterbahnen sowie Bedrucken der Anschlussstellen fQr 

35 den Chip mit LeitWeber (flip-chip-Technik), vorzugsweise 
im Siebdruckverfahren, gegebenenfalls Durch schaltung 
von der Innenseite zur Aussenseite mittels mit LeitWeber 
zu fullenden Kontaktbohrungen, als Substrat resp. Lei- 
terpiatte ausgebildet, dann der Chip mit einer Ausneh- 

40 mung in der Kern-Folie und durch deren zentriertes 
Aufbringen auf dem Substrat auf diesem fixiert angeord- 
net, dann die Kern-Folie mit einer weiteren Folie Ober- 
deckt und dann das Ganze in einer Laminierpresse unter 
vorgegebener Temperatur und vorgegebenem Druck 

45 laminiert wird unter gleichzeitigem AushSrten des Leit- 
klebers. 

Selbstverstandlich kann auch die Kern-Folie 2 und 
dieDeck-Folie3als einstucWge Schale ausgebildet sein. 
Das Ganze kann ferner als MehrfachbOgen herge- 

50 stellt werden, wonach dann die Karten-Konturen 
gestanzt werden kOnnen. Zudem lassen sich die Aus- 
senseiten der Chip-Karte bedrucken, beispielsweise im 
4-Farben-Offsetdruck oder Siebdruck, oder direkt in 
einem Drucker im Thermosublimationsverfahren. 

55 Eine kontaktlose Chip-Karte nach den Fig. 4 und 5 
hingegen hat in ihrem Inneren eine Antennenspule 10, 
welche auf der metallisierten Innenseite des Substrates 
1 struckturiert ist. 
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Somit wird hier bei der Herstellung lediglich die 
Innenseite der Basis-Folie metallisiert und strukturiert. 

Die kombinierte Chip-Karte gemass Fig. 6 hat nun 
im Inneren eine Antennenspule 10 gemass den Fig. 4,5 
sowie aussen die Kontakte 4 gemass Fig. 3. Entspre- 5 
chend wird eine solche Chip-Karte in Kombination wie 
vorbeschrieben hergestellt. 

Aus dem Vorbeschriebenen ergibt sich somit eine 
Chip-Karte von geringen Kosten r von hoher technischer 
Qualitat und von breitem Anwendungsspektrum. 

Hierbei ist natOrlich die Erf indung nicht auf Karten- 
formen ublicher Art beschrankt, sondern kann auch als 
Chip-Halbkarte, Schlusselkopf, Knopf, Armband, Uhren- 
bestandteil u. dgl. ausgebildet sein, je nach infrage ste- 
hendem Identrfikations- oder Wertsystem. 

Bei der Chip-Karte gemass Fig. 7 bildet die Basis- 
Folie 1 austhermoplastischem Kunststoff ein sogenann- 
tes Inlet, das zweckmassig mit Antennen-Spule 10 und 
Chip 6 vorgefertigt ist. Zudem kann die freie Seite des 
Inlets mit einem Druckbild bedruckt sein. Das Ganze 
wirddanndurch Kern-Folie 2 und Deck-Folien 3 erganzt. 
Dabei ist bei bedrucktem Inlet die untere Deck-Folie 
transparent. Alternativ kOnnen auch die Deck-Folien 
bedruckt sein. 

Patentanspruche 

1 . Laminierte kontaktbehaftete oder kontaktlose Chip- 
Karte Oder Smart-Card aus mindestens zwei. den 
Chip umgebenden Folien aus Kunststoffmaterial, 
dadurch gekennzeichnet, dass alle Folien aus ther- 
moplastischem Kunststoffmaterial bestehen und 
unter Druck und Hitze zusammengefugt sind, wobei 
der Chip auf einer der Folien test angeordnet und 
von einer weiteren, entsprechend gelochten Kern- 
Folie umgeben ist. 

2. Chip-Karte nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeich- 
net, dass eine der Folien als Substrat resp. Leiter- 
platte durch Metallisieren und Strukturieren oder 
Aufdrucken ausgebildet ist und der Chip auf dieser 
in flip-chip-Technik resp. ohne wire-bond-Verbin- 
dung mittels einem, beim Laminieren aushartenden 
LeitWeber montiert ist. 

3. Chip-Karte nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich- 
net, dass die Leiterplatte ein vorgefertigtes Inlet bil- 
det 

4. Chip-Karte mit Kontakten, nach den Anspruchen 1 
u. 2, dadurch gekennzeichnet, dass eine Basis-Folie 
auf der Aussenseite Leiterbahnen aufweist, die mit 
den Anschlussen fur den Chip auf der Innenseite 
des Substrates durch mit Leiterkleber gefulite 
Durchkontaktierungsbohrungen verbunden sind. 

5. Kontaktlose Chip-Karte nach den Anspruchen 1 - 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass auf der Innenseite 



des Inlets zusatzliche, eine Antennen-Spule bil- 
dende Leiterbahnen angeordnet sind. 

6. Chip-Karte nach Anspruch 1 oder 3, dadurch 
gekennzeichnet, dass eine oder mehrere Folien 
und/oder das Inlet auf seiner freien Seite ein Druck- 
bild aufweisen. 

7. Chip-Karte nach den Anspruchen 4 und 5, gekenn- 
zeichnet durch die Kombination der Merkmale der 
Chip-Karte mit Kontakten und der kontaktlosen 
Chip-Karte. 

8. Verfahren zur Herstellung der Chip-Karte nach den 
Anspruchen 1 - 3, dadurch gekennzeichnet, dass 
eine thermoplastische Folie durch Metallisieren und 
Struktuieren oder Bedrucken von Leiterbahnen 
sowie Bedrucken der Anschlussstellen fur den Chip 
mit Leitkleber (flip-chip-Technik), gegebenenfalls 
Aufbringen eines Druckbildes auf der freien Seite 
der Folie, sowie Aufbringen des Chip vorgefertigt 
wird, dann die" weiteren Folien aufgebracht werden 
und dann das Ganze in einer Laminierpresse unter 
vorgegebener Temperatur und vorgegebenem 
Druck laminiert wird. 

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich- 
net, dass zur Herstellung einer Chip-Karte mit Kon- 
takten die Basis-Folie auf beiden Seiten mit 
Leiterbahnen versehen wird und diese mittels mit 
Leiterkleber zu fQllenden Kontaktbohrungen durch- 
geschaltet werden. 

1 0. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich- 
net, dass zur Herstellung einer kontaktlosen Chip- 
Karte auf der Basis-Folie Spulenmittel bildende Lei- 
terbahnen strukturiert werden. 
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